ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку компьютерных комплектующих
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым (дата выпуска не ранее 2 квартала 2013 г.), не заложенным, не должно являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Жесткий диск 


	Объём 250 Gb (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

1. Формат накопителя 3,5” (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

2. Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/минуту (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена) 

3. Буфер не менее 64 Mb
4. Пропускная способность интерфейса не менее 300 Мегабит/секунду

5. Снижение вибрации – RAFF
6. Функция TLER
7. MTBF не менее 1,2 млн. часов

8. Количество операций парковки не менее 600 000

9. Диапазон рабочих температур с нижним пределом не более 50С и верхним пределом не менее 550С

10. Двухприводная система позиционирования головок, поддержка StableTrac.

11. Использование в дисковых массивах

12. Поддержка NCQ 
13. Интерфейс SATA
	не менее 60 месяцев
	1000
	шт.

	2
	Жесткий диск 


	Объём 2000 Gb (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

1. Формат накопителя 3,5” (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

2. Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/минуту (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена) 

3. Буфер не менее 64 Mb
4. Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/секунду

5. Снижение вибрации – RAFF
6. Функция TLER
7. MTBF не менее 1,2 млн. часов

8. Количество операций парковки не менее 600 000

9. Диапазон рабочих температур с нижним пределом не более 50С и верхним пределом не менее 550С

10. Двухприводная система позиционирования головок, поддержка StableTrac.

11. Использование в дисковых массивах

12. Поддержка NCQ 
13. Интерфейс SATA
	
	500
	шт.

	3
	Жесткий диск 


	Объём 500 Gb (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

1. Формат накопителя 3,5” (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

2. Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/минуту (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена) 

3. Буфер не менее 64 Mb
4. Пропускная способность интерфейса не менее 300Мб/секунду

5. Снижение вибрации – RAFF
6. Функция TLER
7. MTBF не менее 1,2 млн. часов

8. Количество операций парковки не менее 600 000

9. Диапазон рабочих температур с нижним пределом не более 50С и верхним пределом не менее 550С

10. Двухприводная система позиционирования головок, поддержка StableTrac.

11. Использование в дисковых массивах

12. Интерфейс SATA
	
	1000
	шт.

	4
	Жесткий диск 


	Объём 4000 Gb (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Формат накопителя 3,5” (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/минуту (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена) 

Буфер не менее 32 Mb
Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/секунду

Снижение вибрации – RAFF
Функция TLER
MTBF не менее 1,4 млн. часов

Количество операций парковки не менее 600 000

Диапазон рабочих температур с нижним пределом не более 50С и верхним пределом не менее 550С

Двухприводная система позиционирования головок, поддержка StableTrac.

Использование в дисковых массивах. 

Интерфейс SAS
	не менее 12 месяцев
	100
	шт.

	5
	Процессор


	Гнездо процессора LGA 775. 

Частота номинальная – 2.93 GHz. (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Количество ядер: не менее 2, не более 3.

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2.

Рассеиваемая мощность: не более 65 Вт, 

Технология производства: 0.045 мкм (величина фиксирована и изменению не подлежит)
	
	400
	шт.

	6
	Процессор 


	Гнездо процессора LGA 1155. 

Рабочая частота – 3.3 GHz (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Количество ядер: не менее 1, не более 2.

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX.

Видеоядро процессора Intel HD Graphics 2000; поддержка Shader Model 4.1; 

RAMDAC от 350 МГц

Рассеиваемая мощность: не более 65 Вт, 

Технология производства 0.032 мкм (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Кэш L3: не менее 2, не более 4 Мб.
	
	200
	шт.

	7
	Процессор


	Гнездо процессора LGA 1155. 

Рабочая частота – 3.3 GHz (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Количество ядер: не менее 1, не более 2.

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX.

Видеоядро процессора Intel HD Graphics 2500; поддержка Shader Model 5.0; 

RAMDAC от 350 МГц

Рассеиваемая мощность: не более 55 Вт, 

Технология производства 0.022 мкм (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Кэш L3: не менее 2, не более 4 Мб.
	
	200
	шт.

	8
	Процессор
	Гнездо процессора LGA 1155. 

Частота номинальная – 3.3  GHz. (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost  3.7 GHz;

Количество ядер не менее 3, не более 5.

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX.

Рассеиваемая мощность не более 77 Вт, Технология производства  0.022 мкм 

Кэш L3 не менее 5, не более 7 Мб
	
	100
	шт.

	9
	Процессор
	Гнездо процессора LGA 1156. 

Частота номинальная – 2.4  GHz. (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Количество ядер не менее 3, не более 5.

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Enhanced Halt State (C1E).

Рассеиваемая мощность не более 95 Вт, 

Технология производства  0.045 мкм 

Поддержка ECC.

Кэш L3 не менее 7, не более 9 Мб
Оригинальный вентилятор в комплекте поставки.
	
	10
	шт.

	10
	Процессор 
	Гнездо процессора LGA 1155. 

Частота номинальная – 3.2  GHz. (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost  3.6 GHz;

Частота шины CPU - 5000 МГц  (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Видеоядро процессора Intel HD Graphics P4000;

Количество ядер не менее 3, не более 5.

Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX.

Рассеиваемая мощность не более 77 Вт, Технология производства  0.022 мкм 

Кэш L3 не менее 7, не более 9 Мб
	
	50
	шт.

	11
	Процессор 
	Гнездо процессора LGA 1366. 

Рабочая частота – 2.13 GHz (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Количество ядер: не менее 3, не более 4.

Максимальное кол-во процессоров на мат. плате – 2

Частота шины CPU - 4800 МГц  (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2

Рассеиваемая мощность: не более 80 Вт, 

Технология производства 0.032 мкм (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Кэш L1 не более 64 Кб x4  

Кэш L3: не менее 7, не более 8 Мб.
	
	44
	шт.

	12
	Жесткий диск
	Тип – SSD
Поддержка TRIM
Объем – 120 Gb. (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Скорость чтения не менее 550 Мб/сек

Скорость записи не менее 500 Мб/сек

Тип чипов - MLC (Multi Level Cell)

Контроллер SandForce SF-2281  

Интерфейс SSD SATA 6Gb/s  

Поддержка Background Garbage Collection  
Шифрование данных  - AES 256 бит  

MTBF не менее 1.2 млн. часов  

Рабочая температура от 0 до 70°C  
	
	100
	шт.

	13
	Вентилятор охлаждения процессора
	Крепление на гнездо процессора LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156.

Крепление на винтах

Размеры вентилятора 90 x 90 мм, толщина 25 мм  (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Вес не более 206 грамм.

Скорость вращения  не менее 800 и не более 2600 об/мин. 

Максимальный воздушный поток не менее 34 CFM  

Управление скоростью вращения – PWM   

Питание от 4-pin коннектора МП   

Материал радиатора - алюминий.


	
	550
	шт.

	14
	Вентилятор охлаждения процессора
	Крепление на гнездо процессора LGA 775. 

Крепление на винтах

Размеры вентилятора 90 x 90 мм, толщина 25 мм  (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Максимальная скорость вращения  не менее 4200 об/мин. 

Максимальный воздушный поток не менее 71.5 CFM  

Номинальный ток не менее 0.52 не более 0.55 А 

Питание От 4-pin коннектора МП  
Управление скоростью вращения – PWM   

Тип подшипника - Подшипник скольжения с винтовой нарезкой (Rifle Bearing)

Материал радиатора - алюминий с медным стерженем.

MTBF не менее 40 тыс. часов  


	
	400
	шт.

	15
	Модуль памяти
	Модуль памяти DDR3

Объем одного модуля не менее 2, не более 3 Гб.

Стандарт памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц)  

Тайминги: 9-9-9

Точное значение напряжения питания – 1.5 В.

Пожизненная гарантия. 


	
	2000
	шт.

	16
	Модуль памяти
	Модуль памяти DDR3

Объем одного модуля не менее 7, не более 8 Гб.

Стандарт памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц)  

Тайминги: 9-9-9

Точное значение напряжения питания – 1.5 В.

Пожизненная гарантия. 
	
	200
	шт.

	17
	Модуль памяти
	Модуль памяти DDR3 ECC 

Объем одного модуля не менее 3, не более 4 Гб.

Стандарт памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц)  

Тайминги: 9-9-9

Точное значение напряжения питания – 1.5 В.

Пожизненная гарантия. 
	
	600
	шт.

	18
	Видеокарта
	RAMDAC 400 МГц. 

GPU GeForce GT 610 ;

Охлаждение видеокарты -пассивное охлаждение (радиатор на процессоре);

Порты DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub;

Тип видеопамяти DDR3

Потребление энергии – не более 29 Ватт

Обьем видеопамяти не менее 1.5 и не более 2.5 гигабайт.

Длина видеокарты не менее 173 и не более 175 мм

Поддержка вычислений общего назначения на GPU DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0

Кол-во пиксельных конвейеров не менее 8,  

Блоков выборки текстур - не более 4.


	
	100
	шт.

	19
	Видеокарта
	RAMDAC 400 МГц. 

GPU GeForce GT 630 (Kepler);

Охлаждение видеокарты Пассивное охлаждение (радиатор на лицевой стороне платы);

Порты DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub;

Тип видеопамяти DDR3

Обьем видеопамяти не более 1.5 гигабайт.

Длина видеокарты не более 150 мм

Поддержка вычислений общего назначения на GPU DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0

Потребление энергии – не более 25 Ватт

Кол-во пиксельных конвейеров не менее 32,  

Блоков выборки текстур - не более 8.

Гарантия - 60 месяцев


	
	200
	шт.

	20
	Системная плата
	Гнездо процессора Socket H2.

EFI AMI BIOS, 64 Мбит 

Количество процессорных гнезд на плате – не более 1;

Зарядка USB устройств, Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Увеличенная мощность USB портов, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Технология ускорения USB 3.0, Кэширование данных на SSD

Чипсeт Intel®  Z77;

SATA II – не менее 3  и не более 4 штук

SATA 6Gbs -  не более 2 штук

Интегрированный RAID-контроллер с возможностью построения RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств.

Видео M/B Используется встроенное в процессор видеоядро. Максимальный размер видеобуфера 1696 Мб  

Количество разъемов DDR3 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP);

Контроллер USB USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с поддержкой 4х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе. 
Количество разьемов PCI – 2.   
Количество разъемов PCI Express - 2 слота 1x, 2 слота 16x (Слоты 16х работают в режиме 16-4) Слот 16х будет работать со скоростью до 8 GT/s только при установке процессора Ivy Bridge, при установке процессора Sandy Bridge, слот будет работать со скоростью до 5 GT/s, слоты 1х и слот 16х (работающий в режиме 4х) всегда работают со скоростью до 5 GT/s 

Сеть 10/100/1000 Мбит/сек. сетевой контроллер Realtek RTL8111F
Порты 2x PS/2, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI1x, Line-in, Mic-in, Line-out.

Технология энергосбережения Energy Processing Unit (EPU)  

Формат платы ATX (305 x 213 мм)  


	
	400
	шт.

	21
	Системная плата
	Гнездо процессора Socket H2.

EFI AMI BIOS,
Количество процессорных гнезд на плате – не более 1;

Чипсeт - Intel®  С202;

SATA II – не менее 6  и не более 7 штук

Интегрированный контроллер RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows и RAID 0, 1, 10 под Linux 

Видео M/B - XGI Z9s, видеопамять  не менее 64 не более 66  Мб

Количество разъемов PCI не менее 2 не более 3 штук.

Количество разъемов PCI Express 1 слот 16x, 1 слот 8x, 2 слота 1x (Слот 8х работает в режиме 4х). Все слоты работают со скоростью до 5 GT/s 

Serial ATA-II 6 каналов с возможностью подключения 6и внутренних устройств  

Клавиатура/мышь PS/2  

Порты 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 2.0, 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор

Сеть 2 x 10/100/1000 Мбит/сек. 2 cетевых контроллера Intel 82574L 10/100/1000 Мбит/сек

Порты 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 2.0, 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор 
Поддержка ОС - Windows 7, Windows Server 2008, Linux (Red Hat Enterprise Linux 5.5/6, SUSE Linux Enterprise Server 11.1, CentOS 5.5)  

Формат платы ATX (305 x 244 мм)  


	
	200
	шт.

	22
	Системная плата
	Гнездо процессора Socket H2.

Макс. кол-во процессоров на материнской плате 1

EFI AMI BIOS, 32 Мбит 
Чипсет - Intel C206

Поддержка типов процессоров Intel Xeon E3-12xx/E3-12xxV2, Core i3-21xx/32xx, Core i5-2xxx/3xxx, Core i7-2xxx/3xxx, Pentium G8x0/G6x0/G2xxx, Celeron G5x0/G4x0/G16xx (Ivy Bridge, Sandy Bridge).
Частота шины 5000 МГц

Звук - 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892
Интегрированный контроллер RAID  -встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств
Контроллер IEEE-1394 VIA VT6308S, 1 разъем на панели разъемов + 1 разъем для подключения порта на корпусе

Количество разъемов PCI 1

Количество разъемов PCI Express 1 слот 1x, 4 слота 16x (Слоты 16х работают в режимах 16-4-4-0 или 8-8-4-4). Все слоты работают со скоростью до 5 GT/s  

Serial ATA-II не менее 4 портов

Serial ATA 6Gb/s не менее 2 портов

SAS-контроллер -возможна установка приобретаемого отдельно контроллера  SASsaby

Порты не менее: 1x PS/2 клавиатура/мышь, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 2x RJ-45 LAN, 1x DVI-I, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out
Формат платы ATX (305 x 245 мм)  


	
	400
	шт.

	23
	Системная плата
	Гнездо процессора Socket H2.

EFI AMI BIOS,
Количество процессорных гнезд на плате – не более 1;

Чипсeт - Intel®  С202;

SATA II – не менее 6  и не более 7 штук

Интегрированный контроллер RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows и RAID 0, 1, 10 под Linux 

Видео M/B - XGI Z9s, видеопамять  не менее 64 не более 66  Мб

Количество разъемов PCI не менее 5 штук  (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Количество разъемов PCI Express 1 слот 16x, 1 слот 8x, Все слоты работают со скоростью до 5 GT/s 

Serial ATA-II 6 каналов с возможностью подключения 6и внутренних устройств  

Клавиатура/мышь PS/2  

Порты не менее 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 2.0, 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор

Сеть не менее 4 x 10/100/1000 Мбит/сек. 4 cетевых контроллера Intel 82574L 10/100/1000 Мбит/сек Порты 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 2.0, 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор 
Поддержка ОС - Windows 7, Windows Server 2008, Linux (Red Hat Enterprise Linux 5.5/6, SUSE Linux Enterprise Server 11.1, CentOS 5.5)  

Формат платы ATX (305 x 244 мм)  


	
	100
	шт.

	24
	Системная плата
	Гнездо процессора Socket H2.

EFI AMI BIOS, 64 Мбит 

Количество процессорных гнезд на плате – не более 1;

Зарядка USB устройств, Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Увеличенная мощность USB портов, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Технология ускорения USB 3.0, Кэширование данных на SSD

Чипсeт Intel®  Z77;

SATA II – не менее 3  и не более 4 штук

SATA 6Gbs -  не более 2 штук

Интегрированный RAID-контроллер с возможностью построения RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств.

Видео M/B Используется встроенное в процессор видеоядро. Максимальный размер видеобуфера 1696 Мб  

Количество разьемов PCI – 3.

Количество разъемов DDR3- 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP);

Контроллер USB USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с поддержкой 4х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе.    

Количество разъемов PCI Express - 2 слота 1x, 2 слота 16x (Слоты 16х работают в режиме 16-4) Слот 16х будет работать со скоростью до 8 GT/s только при установке процессора Ivy Bridge, при установке процессора Sandy Bridge, слот будет работать со скоростью до 5 GT/s, слоты 1х и слот 16х (работающий в режиме 4х) всегда работают со скоростью до 5 GT/s 

Сеть 10/100/1000 Мбит/сек. сетевой контроллер Realtek RTL8111E 

Порты 1x PS/2 клавиатура/мышь, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI1x, Line-in, Mic-in, Line-out.

Технология энергосбережения Energy Processing Unit (EPU)  

Формат платы ATX (305 x 218 мм)  


	
	100
	шт.

	25
	Оптический привод
	Цвет использованный в оформлении – черный

Установка - вертикальная, горизонтальная

Механизм загрузки дисков – лотокМетоды записи DVD-R & DVD-R (DL): DAO (Disc-At-Once)/Incremental Recording (Multi-Border Recording)DVD-RW & DVD-RW (DL): DAO (Disc-At-Once)/Restricted Overwriting/Incremental Recording (Multi-Border Recording) DVD+R & DVD+R (DL): Sequential Recording (Multi-Session Recording) DVD+RW & DVD+RW (DL): Random Recording CD-R/RW: DAO (Disc-At-Once)/TAO (Track-At-Once)/SAO (Session-At-Once)/Packet Recording (Multi-Session Recording)  Буфер 1.5 Мб  Записываемые форматы DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD+R9 Dual Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-RAM |совместимые болванки 

Поддерживаемые размеры дисков 12 см, 8 см

Интерфейс SATA

Технология энергосбережения «E-Green»

MTBF 60 тыс. часов
	
	500
	шт.

	26
	Жесткий диск
	Тип – SSD
Поддержка TRIM
Объем – 180 Gb. (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Скорость чтения не менее 550 Мб/сек

Скорость записи не менее 520 Мб/сек

Тип чипов - MLC (Multi Level Cell)

Контроллер SandForce SF-2281  

Интерфейс SSD mSATA 6Gb/s  

Поддержка Background Garbage Collection  

Шифрование данных  - AES 128 бит  

MTBF не менее 1.2 млн. часов  

Рабочая температура от 0 до 70°C  
	
	20
	шт.

	27
	Адаптер для подключения PS / 2 клавиатуры и мыши к USB порту
	Разъемы кабеля или переходника USB Type A "папа", PS/2  

Диаметр 28/24 AWG

Скорость передачи данных 1.5 Мбит/сек

Длина кабеля 0.3 метра (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Поддержка ОС Windows ME, Windows 2000, Windows XP; Netware 4.11; 5.0 HP Unix, Linux; Mac G3/G4, OS 8.6 и выше; Sun Microsystems.  

Вес не менее 50 и  не более 51 грамм
	
	500
	шт.

	28
	Адаптер 2xRS-232
	Адаптер на шине PCI Express
Выход (Интерфейс): RS-232 не менее 2 штук

защита от импульсных помех 15кВ ESD
Макс. скорость передачи данных 921.6 Кбод

Разъем DB9 Male

Сигналы RS-232 GND


	
	100
	шт.

	29
	Адаптер 2xRS-232
	Адаптер на шине Universal PCI
Выход (Интерфейс): RS-232 не менее 2 штук

защита от импульсных помех 15кВ ESD
Макс.скорость передачи данных 921.6 Кбод

Разъем DB9 Male

Сигналы RS-232 GND


	
	100
	шт.

	30
	Компьютерный корпус
	Тип корпуса  Miditower

Форм-фактор  ATX
Блок питания от  600 Ватт

Расположение БП  Верхнее

Отсеки:

Внешние отсеки 5,25" не менее 4 штук

Внешние отсеки 3,5" не менее 1 штуки

Внутренний отсек 3,5" не менее 5 штук

Кол-во полноразмерных слотов расширения не менее  7 штук

Возможность установки в 19'' стойку ( при помощи приобретаемого отдельно комплекта телескопических рельсов и комплекта скоб с ручками для фиксации корпуса в стойке)

Тыловой вентилятор  120 мм не менее 1 штуки

Материал  Сталь SECC толщиной  не менее 0.8 мм

Внутренняя корзина для HDD - съемная
	
	50
	шт.

	31
	Манипулятор мышь
	Тип манипулятора мышь –  проводной, оптический.

Количество кнопок - 2 (+1 колесо прокрутки при нажатии) 

Интерфейс – PS/2.

DPI- 800 (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Форма одинаково подходит для левой и правой руки.

Вес от 99 до 101 грамма.

Цвет – черный.

Размеры: 

Ширина от 114 до 116 мм

Высота от 36 до 38 мм

Глубина от 628 до 630 мм
	
	250
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и сохранять его качества при длительном хранении.

        6. Требования к технической документации
Руководства пользователя/по эксплуатации и/или паспорта на русском языке.
  7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, ФГУП «СНПО «Элерон»
   8. Сроки поставки продукции:

позиции №1-3 – не позднее 3 недель со дня подписания договора; позиции №4-31 – не позднее 6 недель со дня подписания договора.
Начальник подразделения                                                                                                  Е.Ф. Медведев
Исполнитель                                                                                                                         Н.А. Ананьев
